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1 Giris
1.1  Gelisim Gegmisi

Son zamanlarda, "universal" tip Urinler, adeziv malzemesi pazarinda yaygin olarak
kullanilmaktadir, ¢linkd bunlar islenmesi kolaydir. "Universal" tanimi standartlagtirimamis olsa da,
DENTAL ADVISOR asagidaki i gereksinimi listelemektedir:

1. Farkli agindirma teknikleriyle uyumluluk: total etch, self etch ve selective etch

2. Ayri bir aktivator kullanmadan tim dual veya self cure malzemelerle uyumluluk.

3. Silika bazli ve / veya zirkon esasli ve metalik restorasyonlar igin astar olarak kullanilabilir.

Ticari olarak bulunan "universal" tip Urlnler arasinda, yukaridaki G¢ sartin timina karsilayan
herhangi bir adeziv malzemesi yoktur. Buna ek olarak, birlestiriliecek nesneler (baglanabilir
malzemeler) Urtine gore sinirhdir ve kullanim metodu nesneden nesneye farklilik gosterebilir; Bu

nedenle, bu Grunlerin kullanimi konusunda ihtiyatlh olmalisiniz.

Tokuyama Dental Corp, yukarida belirtilen G¢ sartin timind karsilayan bir yapistirma

malzemesinin ticarilestiriimesini amacglamistir.

Essiz yapigkan monomerimizi (3D-SR monomeri) gelistirerek dis maddesine yapismayla ilgili
tim asindirma modlarini kapattik. Bu gelistiriimis 3D-SR monomeri ayrica zirkonyum veya metallere
yapisma mukavemetini artirdi ve ¢zellikle sadece dis maddesine degil seramik, CAD / CAM bloklari
veya metal gibi gesitli fonksiyonel monomerlerle birlikte yeni bir silan baglantisi gibi gesitli malzemelere

mukavemetli bir bag olusturan ajan veya yapiskan monomerin dederli metallere yapismasi saglandi.

Buna ek olarak, asit kosullari altinda polimerizasyonda mikemmellik ve yapiskan araylzden
polimerizasyonun (Contact Cure) tesvik edildigi kendi polimerizasyon baslaticisini (BoSE teknolojisi)
uygulayarak fotradiradiasyonu gerektirmeyen yiksek bir bag mukavemeti elde ettik. Geleneksel
olarak, bilesik recine veya recgine gimentosu gibi kombinasyon halinde kullanilan recine malzemelerine
uygulanan 1siIk yayan radyasyon uygulanmadiginda genel olarak disik bag mukavemeti
gb6zlemlenmistir. Bununla birlikte, BoSE teknolojisinin uygulanmasi, dual kiir ve kendinden kirlenen
recine malzemelerinden herhangi birini kullanirken ortaya ¢ikan ve "universal" olarak adlandiriimaya
degen performansa sahip "TOKUYAMA UNIVERSAL BOND" un gelistiriimesine yol agan bu sorunu

¢cOzmustur.



1.2 Uriin Tanimi

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND, Total Etch,Self Etch ve Selective Etch asindirma
teknikleriyle birlikte kullanilabilen hem direkt hem de indirekt restorasyonlar i¢in kendi kendini
kirlenen iki bilesenli adeziv sistemidir. TOKUYAMA UNIVERSAL BOND, universal bir
yapistirici olarak isikla aktivelenen, kendiliginden kurlenmis veya dual kirini tamamlanmig

kompozit malzemelerle tamamen uyumlu olacak sekilde tasarlanmigtir.

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND, polimerize olabilen regine malzemesinin (yapigkan
regine gimentosu, akrilik regine ve kompozit regine) cam-seramik (porselen), oksit-seramik
(zirkonya ve alimina), metaller (kiymetli veya kiymetsiz) ve inorganik dolgu maddesi de dahil
olmak Uzere regine malzemeleri gibi indirekt restoratif malzemelere yapisma mukavemetini

artirir.

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND'un Ozellikleri
[Universal Kullanim]
e Total Etch,Self Etch ve Selectiva Etch tekniklerinin timuyle uyumlu
e Direkt ve indirekt restorasyona uygulanabilirlik
o Ek bir aktivator kullaniimaksizin 1gikla kidrlenen, dual kirlenen ve kendinden klrlenen
kompozit malzemelerle uyumluluk
o Silika esasll, zirkon esasli ve metalik restorasyonlar icin astar olarak kullanilabilir
[Basit Uygulama]
e Dis ve restorantlar igin ayri ayri uygulama yapilmasina gerek yoktur
o Yapistirdiktan sonra beklemek gerekmez
e Isik kiriine gerek yoktur
[Glvenilir]

o Yilksek yapisma mukavemeti



2 Kompozisyonlar ve Talimatlar

2.1 Kompozisyon

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND'un kompozisyonu Tablo 1'de sunulmaktadir.

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND asagidakileri igerir: Yapigskan olan yapigkan
monomer yeni 3D-SR monomer (fosforik asit monomer), 6-metakriloiloksiheksil 2-tiyourasil-5-
karboksilat (MTU-6), Y-metakriloksipropil trietoksi silan (Y-MPTES) dis ve gesitli protezlere
yapiskanlik saglayan monomerler; yapistirma katmanlarini olusturmak icin cesitli
monomerler (HEMA, Bis-GMA ve TEGDMA); Aseton, izopropil alkol ve ¢oziculer olarak su;

ve polimerizasyon baslaticilari olarak bir borat katalizéri ve peroksit.

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND, bu fonksiyonel igerik maddeleri iki siviya
ayrildigindan mikemmel bir depolama kararlligina sahiptir ve baglanma mukavemeti, son
derece aktif bir polimerizasyon katalizort kullanarak isikla kiirlenen yapistiriciya kiyasla daha

dusuk degildir.

Tablo 1 TOKUYAMA UNIVERSAL BOND'un kompozisyonu

Temel Bilesenler Fonksiyonu
Fosforik asit monomer Dis icin yapisma
(Yeni 3D-SR monomer) Baglayici katman olugturma
Zirkonyum, aliuminyum ve degersiz metallere yapigma
MTU-6 Degerli metallere yapisma
HEMA Dis maddesine nifuz etme
Baglayici katman olugturma
Bis-GEMA Baglayici katman olugturma
TEGDMA Baglayici katman olugturma
Aseton Cozgen
Bag B
Temel Bilesenler Fonksiyonu
y-MPTES Cam seramikleri ve recine kompozite yapisma
Borat Polimerizasyon katalizérQ
Peroksit Polimerizasyon katalizérQ
Aseton, izopropil alkol Cozgen
Su Cozgen




2.2 Yapisma Mekanizmasi

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND, yeni bir 3D-SR monomerini kullanan 3D-SR
teknolojisini ve bir borat baslatici kullanan BoSE teknolojisini benimsedigi icin dise guvenilir

bir yapisma sagliyor.

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND ayrica yeni 3D-SR monomer (degerli metal,
zirkonya ve alimina igin yapisma igin), MTU-6 (degerli metallere yapisma igin) ve bir dizi
protez igin etkili olan asagidaki yapisma monomerlerini igerir: Y-MPTES (cam seramiklerine
ve regine kompozitine yapigma igin). Yeni 3D-SR monomer hem dise hem de bazi protezlere

(degerli olmayan metal, zirkonya ve aliimina) yapismay: etkiler.

Dis ve her protezin yapisma mekanizmasi asagida ayrintili olarak agiklanmistir.

2.2.1 Dis maddesine yapisma mekanizmasi

Tokuyama Dental Corp, yapistirma maddesinin TOKUYAMA BOND FORCE UrUnunu
dis maddesine yapismasini iyilestirmek igin 3D-SR teknolojisi gelistirmistir. Sekil 71'deki
molekul basina kalsiyum ve polimerize edici gruplarla etkilesime girebilen birkag islevsel
gruba sahip olan bu 3D-SR monomer (1. nesil), dis yapisinda dis yapisinda mukavemetli bir
yapisma yaratmak igin dis maddesindeki ¢cok noktali kalsiyum ile etkilesime girer. Ayrica, U¢
boyutlu gapraz baglama kalsiyum yoluyla olusur ve yapiskan 3D-SR monomerleri ile diger
monomerler arasindaki kopolimerizasyon c¢ok mukavemetli bir yapisma tabakasinin

olusumuna katkida bulunur. Sekil 2
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Sekil 1 1nci Nesil 3D-SR Monomer
Sekil ici yazilari

Metanakril grubu
Fosfat grubu
Anahtar
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Sekil 2 Yapistiricic SR Monomerler ve kalsiyum iyonlarinin G¢ boyutlu karsilikli baglanti
reaksiyonlari

Sekil ici yazilari

1) Cok noktali baglanma yoluyla dis ylzeyi yapisina mukavemetli baglanma

2) Ug boyutlu karsilikli baglanma reaksiyonlari vasitasiyla gelistirilmis yapisma katmani
mukavemeti

Gelistirilmis ozellikleri elde etmek igin, patentli 3D-SR monomerler gelistirildi ve kimya
optimize edildi (2. kusak, Sekil 3). Onceki BOND FORCE (retimine kiyasla, yeni 3D-SR
monomerinin molekul basina kalsiyum gruplariyla ve polimerize edici gruplarla etkilesen
gruplarin sayisi basariyla artinimistir. TOKUYAMA BOND FORCE Il ve ESTELINK, kalsiyum
ve gelistirilmis U¢ boyutlu gapraz baglama reaksiyonlari ile daha ylksek dizeyde etkilesim
saglayan yeni ve gelistiriimis 3D-SR monomerleri ile 6nceki 20 saniyeden 10 saniyeye
uygulama suresini kisaltmaktadir.

Dahasi, 2nci nesil 3D-SR monomer zirkonya yapistirici monomeri olarak TOKUYAMA
UNIVERSAL PRIMER igin kabul edilmistir.

Phosphate group 5] 5]
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Ca Ca

Sekil 3 2nci Kugak 3D-SR Monomer
Sekil ici yazilari

Metakril grubu

Fosfat grubu




TOKUYAMA UNIVERSAL BOND, ana zincirin farkli zincir uzunluklarina, alkilen
grubuna (3. nesil 3D-SR monomer, Sekil 4) sahip birkag fosforik asit monomeri
kombinasyonuyla dis kalsiyumuna ve dayaniklilida kargi gelistiriimis bir tepkiye sahiptir. Bu
dis uygulama siresini 10 saniyeden 0 saniyeye dusurebilir.

Ayrica, bu 3. nesil 3D-SR monomer, degerli metalin yani sira dis, zirkonya'ya

yapismaya katkida bulunur.
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R = Alkylene group (C2 ~ C10)

Sekil 4 3uncu Kusak 3D-SR Monomer
Sekil ici yazilari

Metakril grubu

Fosfat grubu

R = Alkilen grubu (C2 ~ C10)

2.2.2 Degerli metallere yapisma mekanizmasi

Degerli metal igin yapiskan monomer MTU-6'dir. Sekil 5de gosterildigi gibi, MTU-6
tiourasil grubundaki sulfir atomu degerli metalle (kovalent bag) etkilesime girer ve ek olarak,
metakril grubu, yapisma igin dis ile kurlenebilen malzemelerdeki (regine c¢imentolari,

yapistirma maddeleri, regine kompozitler vb.) monomerlerle birlikte kopolimerlesir.

Methaervl group Thiouracil group
[ M .
\ - Precious
- | metal
. M
Ca-polymerize Covalent ’bon
MTU-6

Sekil 5 Degerli metalle yapisma mekanizmasi
Sekil ici yazilari
Metakril grubu Kurlenebilir regine Kopolimerizasyon

Tiourasil grubu Degerli metal Kovalent bag



2.2.3 Degerli olmayan metallerle yapisma mekanizmasi
Degerli olmayan metaller icin yapigkan monomer, yeni 3D-SR monomeridir. Sek. 6'da

gosterildigi gibi, Yeni 3D-SR monomerin fosfat grubu, degerli olmayan bir metal ylzeyin pasif
tabakasinin (hidrojen bagi) oksijen atomuyla etkilesime girer ve ayrica metakril grubu dis ile
kirlenebilen malzemelerdeki (regine ¢imentolari, yapistirma maddeleri, regine kompozitler,

vb.) monomerlerle birlikte yapistirma igin kopolimerlesir.
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passive layer
Sekil 6 Degerli olmayan metalle yapisma mekanizmasi
Sekil ici yazilari
Metakril grubu
Fosfat grubu
R = Alkilen grubu (C2 ~ C10)
Metakril grubu Kurlenebilir regine Kopolimerizasyon
Fosfat grubu Degerli olmayan metal Hidrojen bagi

Pasif katman

2.2.4 Cam-seramik/recineye yapisma mekanizmasi

inorganik dolgu maddesini iceren cam-seramik, porselen ve regine malzemeleri igin
yapiskan monomer yeni silan kaplin ajani Y-MPTES'tir. ilk olarak, Y-MPTES'deki alkoksi
grubu su ile reaksiyona girerek bir silanol grubu olusturur, Sekil 7 ve daha sonra bir siloksan
bagi seramik ylzey Gzerindeki silanol grubu ile bir dehidrasyon ve yogunlagsma reaksiyonu ile
olusturulur. Ek olarak, metakril grubu yapisma igin digle iyilestirilebilen malzemelerdeki
(recine simanlar, yapistirici maddeler, regine kompozitler vb.) Monomerlerle birlikte
polimerlesir. Sekil 8

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND, iki sise tipi bir Grindir ve siselerdeki silan baglama
maddesinin stabilizasyonu muikemmeldir ve bir sise tipi Uriinde olusabilen silan baglama



maddesinin bozulma riski azalir. Buna ek olarak, yeni silan baglama maddesi olan Y-
MPTES, sisedeki geleneksel maddeden (Y-MPS) daha kararli oldugundan, yapisma etkisi
uzun sure devam etmektedir.
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Sekil 7 y-MPTES hidrolizi
Sekil ici yazilari

Alkoksi grubu

Silanol grubu

Hidroliz

Asit

Siloxane bond

Methacrvl group

j’ CHW_L-(E ()-L H. )q 1— 0O—Si -Si-
. |/ P
CHy=C-CO-
CU'Iml}'lllel'iZl‘ Condensing reaction

v _MPTES with dehvdration

Sekil 8 Cam-seramik/regineyle yapisma mekanizmasi

Sekil ici yazilari
Metakril grubu Kurlenebilir regine Kopolimerizasyon
Siloksan bagi Seramik/Regine Dehidrasyonla yogunlagma reaksiyonu

2.2.5 Zirkonya/aliminyuma yapisma mekanizmasi

Zirkonya / alimina igin yapigskan monomer yeni 3D-SR monomeridir (fosforik asit
monomeri). Yeni 3D-SR monomerinin fosfat grubunun yapisma igin zirkonya / aliminyum

yuzey ile kimyasal baglar olusturdugu dusunulmektedir. Sekil 9.
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Sekil 9 Zirkonyaya yapigma mekanizmasi

Sekil ici yazilari

Metakril grubu

Fosfat grubu

R = Alkilen grubu (C2 ~ C10)

Metakril grubu Kurlenebilir regine Kopolimerizasyon
Fosfat grubu Zirkonya Kimyasal bag

2.2.6  Polimerizasyon baslaticisi “Contact Cure” mekanizmasi

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND, borat baglaticisi ile orijinal BoSE teknolojimizi
kullanmaktadir. Borat baslatici asit (fosforik asit monomer) ile ayristirilir ve serbest radikaller
Ureten bir boran bilesigine donusturiliur. Buna ek olarak, TOKUYAMA UNIVERSAL BOND,
boran bilesiginin bozunmasini hizlandiran ve oldukga faal bir kimyasal polimerizasyon
baslaticisi olarak gorev yapan bir peroksit igerir, Sekil 10. BoSE teknolojisi, benzoil peroksit /
amin sistemi olan geleneksel kimyasal polimerizasyon baslaticisindan daha ustundir, ¢iinku
mukavemetli asidik kosullar altinda yuksek katalitik aktivite sergiler.

Hava Uflemeden sonra olusan ince bir bag tabakasi, kompozit regine gibi regine
malzemeleri ile temas ettiginde, yapiskan araytizinde (Contact Cure) polimerizasyonun hizla
ilerlemesi ve kirlenmesi nedeniyle olusur.

Asidik kosullar altinda mikemmel polimerizasyon kendiliginden kirlenenlerin yani sira
Isikla kurlenen ve ¢ift kiirlenme tipi regine malzemelerinin kaplanmasini mimkun kilmistir.
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Sekil 10 Polimerizasyon baslaticisi mekanizmasi
Sekil ici yazilari

Borat katalizér

Aril grubu

Fosforik Asit Monomer

Peroksit

Es Baslatici

Radikal

Polimerizasyon

2.3  Gostergeler

- Hafif kirleme, cift kirleme ve kendinden kurlenen kompozit materyallerle direkt anterior ve
posterior restorasyonlar

- Kompozit restorasyonlarin, metale odakli porselen, metal ve ek primer olmadan tim
seramik restorasyonlarin agiz i¢i onarimi

- lsik kudrlemesi, ikili kirleme ve kendinden kirlenen recgine c¢imentolariyla kombine
edildiginde dolayl restorasyonlarin ve kaplamalarin simantasyonu

- Cekirdek biriktirme malzemelerinden yapilmis gekirdek yigiimalarinin yapistiriimasi

- Protez recginenin metal taban, toka veya tutturucuya yapistiriimasi

- Metal taban, toka veya ek ile protezlerin onarimi

- Recine yuzli paslanmaz gelik kron imalatinda opak reginenin metal bir baza yapistiriimasi



3. Ozellikler - Universal Kullanim

"Universal bagd" tanimlamasi standartlastinimamis olsa da, asagidaki U¢ gereklilik
THE DENTAL ADVISOR tarafindan listelenmistir. Sekil 71. Ancak, bu G¢ gerekliligin timuinu
karsilayan "universal" tip UrUnler piyasada bulunmamaktadir ve bu gerekliliklerin sadece bir
veya ikisini karsilayan UrUnler "universal" olarak da adlandiriimaktadir. Ticari olarak temin
edilebilen "universal" tip yapistrma malzemelerinin uygulanabilirligi Tablo 2'de
gosterilmektedir. TOKUYAMA UNIVERSAL BOND, d¢ uygulama gereksiniminin timunu
karsilayan tek arunddar.

Universal bag pzlelel=aidlalt lallaallzlieia | 1. Degisik asindirma tekniklerine uyum: toplam, kendinden
*| veya secici asindirma

ureticiler agagldaki UQ parametreden bir 2. Ayn bir aktivatér kullanimi olmaksizin ¢ift ve kendinden
kiirlenen malzemelerle uyum

3. Silika temelli, zirkonya temelli ve metail restorasyonlar icin

astar olarak kullanilabilir.

veya daha fazlasindan bahsetmektedir:

Sekil 11 THE DENTAL ADVISOR tarafindan universal baglayici maddelerin tanimi



Tablo 2 “Universal” tip baglayici maddelerin uygulanabilirligi
Kuraray
Uretici Tokuyama 3M ESPE GC Voco Bisco Noritake Dentsply Ivoctar Heraeus
Dental Dental Vivadent Kulzer
TOKUYAMA Scotchbond ) Clearfil . .
Oriin UNIVERSAL Universal G-Premio Futurabond S”'-Bondl Universal Prlmgl& Bond Xelno A(?heseI |Bond |
Adhesive niversa Bond ect Select Universa Universal

1. Total, Self Etch, Selective Etch
asindirma

v/

v/

v

2. Tum 1gikla kirrlenen, dual
kiirlenen veya kendinden kirlenen
kompozitlerle uyumlu

2-1. Direkt restorasyonlar

v/

DO0Q:

v/

v

2-2. Indirekt restorasyonlar

ARV

2-3. Adiz i¢i tamiratlar

v

v

3. Protez igin astar

QAVIAND:

o

0003V A -
Qo

S|

000300

0003004

QOAAAD

*1 Rely X Ultimate ile kullaniimadigi strece Dual Kur Aktivatori’ni (DCA) gerektirmektedir.

*2 Bu malzemeler 1sikla kirlendigi stirece dis yapisina dual kiirli gekirdek yapinin baglanmasi

*3 DCA gerektirir
*4 Astar gerektirir

*5 Isikla kirleme gerektirir
*6 CLEARFIL DC CORE PLUS ve PANAVIA SA CEMENT ile kullaniimadigi strece DCA ve isikla kiirleme gerektirir

*7 Astar gerektirir

*8 Sadece kompozit tamirati




3.1 Tum asindirma urunleri ile uyum

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND dentin ve dis minesine yapistirma igin self etched

asindirma, total etched asindirma ve selective etched asindirma teknikleri ile kullanilabilir.

Tablo 3.

Tablo 3 Asindirma protokolleri ile uyum

TOKUYAMA
UNIVERSAL BOND

TOKUYAMA
BOND FORCE I

TOKUYAMA
EE BOND

Self Etched Asindirma

o

o

9

Total Etched Asindirma

&

o o

Selective Etched
O tercihi G

Asindirma

3.2 Isikla kiurleme, dual kirleme ve kendinden kirleme kompozit

malzemelerle uyum
TOKUYAMA UNIVERSAL BOND direkt ve indirekt restorasyonlar igin kullanilabilir ve
ayri bir aktivatér kullanmadan isikla kirlenen, dual kirlenen ve kendinden kirlenen kompozit

malzemelerle de kullanilabilir.

3.3 Silika temelli, zirkonya temelli ve metalik restorasyonlarda astar olarak
kullanilabilir

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND, silika bazl, zirkonya bazli ve metalik restorasyonlar
icin ayri astarlar kullaniimaksizin astar olarak kullanilabilir. Yanlis malzeme segimi ve yanls
kullanimdan kaynaklanan yapisma yetmezligi riskini azaltabilir ve baglanacak cesitli
nesnelere 6zgu yapistirma malzemeleri / astarlari gerekli olmadigindan envanterin yonetimini

saglar.



4.  Ozellikler - Basit Uygulama

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND dis ve gesitli protezler igin gegerli oldugundan;
Ornegin, baglanacak bir nesnenin maddesel maddesinin tanimlanmasi ya da adiz ici tamir
icin maddi maddeye gore farkh bir sekilde uygulanmasi gerekli degildir. Bu nedenle, yanlis
malzeme secimi ve yanhs kullanimdan kaynaklanan yapisma hatasi riskini azaltabilir. Ayrica,
uygulama, uygulama ve fotradioterapi gerekli olmadigi igin bekleme siresinin kisaltiimasi
gibi, bekleme suresini kisaltabilir. Sekil 12.

- - O Complete the TOKUYAMA UNIVERSAL BOND KIT includes two
;‘VF:tl:‘"ca"D“ ¢ | s of mixing wells.

— rubber* dis 'e“ni'ﬁ'""te OF 1 The rubber mixing well should be used for a single

Mixing Well PRONEG restoration, whereas the disposable mixing well

should be used for multiple restorations.
gon}p lete the Each mixing well provides a different working time; 1
pplication ; . - X [
within 3 minutes of | Minute with the rubber mixing well and 3 minutes with
dispensing the disposable mixing well.

Disposable Mixing Well

1) Direct Restorations and Intraoral Repair of Restorations with Composite Resin

NoMeed | Restore
No Need 10 witha
10 Wait Light-ure | composite
> resin
Dispense one drop each of Apply the mixed bond, Apply weak air continuously to
TOKUYAMA UNIVERSAL the surface until the runny
BOND Aand Binto the bond stays in the same position
mixing well or disposable without any movement, then
mixing well and mix. mild air to the surface.
2) Cementatlon of lndlrect Restorations
No Nezd
No Need
lo Cementing
to Wait Light-Cura
—_—

Dispense one drop each of Apply the mixed bond Apply mild air to the surface,
TOKUYAMA UNIVERSAL

BOND Aand Binto the

mixing well or disposable

mixing well and mix,

Sekil 12 TOKUYAMA UNIVERSAL BOND Talimatlari



4.1 Bekleme Siiresi (Direkt Restorasyonlar)

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND, iki sise tipi yapistirma malzemesidir ve iki siviyi
toplamak ve karistirmak zaman almaktadir. Bununla birlikte, uygulama ve fotradioterapi
gerekli olmadigi siirece, rakip Uriinlerine kiyasla toplam bekleme siresini kisaltir. Ozellikle,
malzeme daha kisa intraoral bekleme siresi nedeniyle tukirigin sebep oldugu yapisma

yetmezligi ve kan kontaminasyonu ve hasta yukunu azaltabilir.

Rakiplerin universal tipi yapistirma malzemeleri arasindaki bekleme zamani

karsilastirmasi asagida gosterilmistir. Sekil 13.

(sec) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
| | | | | | | | | | | |

TOKUYAMA i ] :
UNIVERSALBOND | dispensing | mac | apply |air dry

Scotchbond |4
Universzl Adhesive | ing

apply Scrubbing airdry | lght-cure

G-Premio Bond ing | 2PPlY leave airdry | light-cure
Futurabond U | mix apply Srubbing agirdry [ lght-cure
UA rIIII:B;:j - = apply &rubbing1) apply & rubbing2) air dry light-cure
Clearfil | . : e
Universal Bond [ ing apply Surubbing| air dry | light-curs
Prime & %?__:g - ing apply Scrubbing airdry | Ight-cure
Xeno Selact ':‘ apply 8rubbing sirdry | Fght-cure
Adhese Universal - e apply &rubbing sirdry | lght-cure
iBond | : : )
Universal [Ning apply Srubbing airdry | Ight-cure

Sekil 13 Kompozit restorasyonun bekleme siresi kargilastirmasi

4.2  Bekleme Siiresi (Ag1z I¢i Tamirat)

PFM kingi dahil agiz igi onarim igin, baglanacak yuzey c¢ogunlukla birden fazla
malzeme turtinden olugur. TOKUYAMA UNIVERSAL BOND, metal bir astar, seramik astar
veya diger belirlenmis astarlari kullanarak malzeme maddesine goére farkli bir sekilde
uygulanmasina gerek olmadigi igin her tarli malzemeye uygulanabilir ve bekleme suresini
6nemli dl¢ide kisaltabilir. Sekil 14.



(sec) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

| | | | | | | | | | | | | | |
TOKUYAMA -
UNIVERSALROND | dipensing I mix | el I"'""l
Sootchtond \dbnl
UnhersalAdhesie | g sy &rubbing I-k&vl Ight-cure |
GrPramio Bond wdbc.l
N apply I leave |-hiry I‘..'1 apply leave |-hiry| kiht-cure
+ Ceramic Primer [I ng
e + Ceramic Primes Il ~gl’v-mn Bond
Fulrabondl | mix | epply &rubbing Ilk&yl Ieht-cure |
All-Bond
dnersal | o] '”"I. leave o s [P0 apots [sicary| rent-cure |
+PORCELAIN PRIMER |-+ FORCELAIN PRIMER “+ Nl-8cnd Universal
Claarfl |
Unhearsal Bond Ull Im&nﬁb\cl ob&yl lght-cwre
Prime &Bond Elect [sttach Gopena I | _ |
+ Caloea Silane | tip le it | g |0 |skdry| lght-cure
Couplng Agent |~ Caltva ~= Primo & Bond Eect
1Bond Universal [diss dispens| -
+ Bond Ceramic [N napul leave |dv¢v| p | apply &rubbing |wh| lght-cure |
Primer [~ iBond Cerasio Primer ~+iBord Unworsel

Sekil 14 Agiz igi restorasyonun bekleme siresi karsilastirmasi

4.3  Bag mukavemeti lizerinde uygulama sonrasi bekleme zamaninin etkisi

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND vyukarida belirtildigi gibi baglanacak yuzeye
uygulandiktan sonra bekleme siresi gerekmez. Sekil 15 ve Sekil 16, bag uygulamasindan
hava darbesine (0, 3, 5 ve 10 saniye) kadar olan bekleme suresinin dis ve protez lzerindeki
bag mukavemeti Uzerindeki etkisini géstermektedir. TOKUYAMA UNIVERSAL BOND, 10
saniyelik bir bekleme siresinden sonra mukavemetin aynisi olan bag uygulamasindan sonra
beklemeden hem dis protezleri hem de protezler tizerinde bir bag mukavemeti gostermistir.



Resin Composite: ESTELITE Z QUICK
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Tensile Bond Strength / MPa

Dentin Enamel Dentin

Enamel

Self-etch

WOs W3s M5s 410s
Sekil 15 Self Etch aginma ve Total Etch asinma teknikleri ile kullanildiginda muhtelif bekleme

Total-etch

suresiyle dentin ve dis minesi Uzerindeki gerilim bag mukavemeti

Tablo 4 Test edilen protez malzemeleri ve 6n islem yontemi

Uretici Uriiniin ad Kompozisyonu On iglem
Degerli metal Tokuyama CASTMASTER12S | Au12/Pd20/Ag54 1) #1500 SiC ile
Dental /Cu12/diger2 zimparalama
2) Kumlama
(50um’|ik A|203)
Degerli olmayan Tokuyama ICROME C057.8/Cr31.6/Mo05.6 | 1) #1500 SiC ile
metal Dental /diger5 zimparalama
2) Kumlama
(50um’|ik A|203)
Seramik (Silika Kuraray Super Porcelain #800 SiC ile
temelli seramik) Noritake AAA zimparalama
Dental
Dolayli kompozit Tokuyama PEARLESTE 1) #1500 SiC ile
Dental zimparalama
2) Kumlama
(50um’|ik A|203)
Zirkonya TOSO TZ-3Y-E Yttria stabilize 1)#120 SiC ile
Zirkonya (Yttria % 3) | zimparalama
2) Kumlama
(50um’|ik A|203)

Recine Cimentosu:

ESTECEM Il (1sikla kirsiz)
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(9
o

B
(@)

Tensile Bond Strength / MPa
w
o

20
10
0
Precious metal Non-precious Porcelain Indirect Zirconia
metal composite

MWOs W3s M5s 410s
Sekil 16 Muhtelif bekleme sureli protez malzemeler Gizerinde gerilim bag mukavemeti

—



5. Ozellikler - Giivenilirlik

5.1 Tum asindirma protokolleri ile uyum

5.1.1 Bag Mukavemeti

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND'un dentin ve dis minesi tzerindeki self etch asinma
modunda ve total etch asinma modundaki ¢cekme bag mukavemeti, Tablo 5'de listelenen
rekabetci universal tip UrlUnler arasinda karsilastirildi. Sonug, Sekil 17-20'de gosterildi.
TOKUYAMA UNIVERSAL BOND, hem self etch agsinma modunda hem de total etch asinma
modunda rakip urUnlerinin mukavemeti ile esit veya daha yuksek bir bag mukavemeti
gOsterdi.

Tablo 5 Test edilen universal tip baglama malzemeleri

Urinin Adi Uretici Kisaltma
TOKUYAMA UNIVERSAL BOND Tokuyama Dental UB
TOKUYAMA BOND FORCE II Tokuyama Dental BF
Scotchbond Universal 3M ESPE SuU
Adhesive
Adhese Universal Ivoclar Vivadent AU
Futura Bond U Voco FU
All-Bond Universal Bisco AB
Clearfil Universal Bond Kuraray Noritake Dental CU
G-Premio Bond GC GP

Regine Kompozit: ESTELITE Z QUICK

Self-Etch / Enamel
30

25

20

15

10

Tensile Bond Strength / MPa

M after 24hrs M after 3,000 thermo-cycling
Sekil 17 Termo déngl 6ncesi veya sonrasi dis minesi Uzerinde self etch aginma tekniginde
universal yapigtiricilarin gerilim bag mukavemeti
Resim i¢i yazilari

Self Etch Asindirma / Dis Minesi
Gerilim Bag Mukavemeti / MPa
24 saat sonra

3,000 termo ddéngu sonrasi



Self-Etch / Dentin

w
o

N
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N
o

=
w

=
(@]

Tensile Bond Strength / MPa

uB BF SU AU FU AB CuU GP

M after 24hrs M after 3,000 thermo-cycling

Sekil 18 Termo doéngl Oncesi veya sonrasi dentin Uzerinde self etch asinma tekniginde
universal yapigtiricilarin gerilim bag mukavemeti

Resim ici yazilari

Self Etch Asindirma / Dentin

Gerilim Bag Mukavemeti / MPa

24 saat sonra

3,000 termo ddéngu sonrasi

Total-Etch / Enamel

oo 25

Tensile Bond Stren
[y
o

M after 24hrs M after 3,000 thermo-cycling

Sekil 19 Termo déngu dncesi veya sonrasi dis minesi Uzerinde total etch asinma tekniginde
universal yapigtiricilarin gerilim bag mukavemeti

Resim i¢i yazilari

Total Etch Asindirma / Dig Minesi

Gerilim Bag Mukavemeti / MPa

24 saat sonra

3,000 termo doéngu sonrasi




Total-Etch / Dentin

w
o

N
(92

N
(@]

[ERY
wu

[N
(@]

(92

Tensile Bond Strength / MPa
o

uB SuU AU FU AB CuU GP

M after 24hrs M after 3,000 thermo-cycling

Sekil 20 Termo dongl Oncesi veya sonrasi dentin Uzerinde total etch aginma tekniginde
universal yapigtiricilarin gerilim bag mukavemeti

Resim ici yazilari

Total Etch Asindirma / Dentin

Gerilim Bag Mukavemeti / MPa

24 saat sonra

3,000 termo doéngu sonrasi

Sekil 21, 22 Nihon Universitesi'nde Dr. Miyazaki tarafindan Uretilen verileri
goOstermektedir. Veriler 24 saat siresince kesilme yapisma mukavemetini géstermektedir.
TOKUYAMA UNIVERSAL BOND, self etched asindirma modunda ve total etch asindirma
modunda dentin ve dis minesi igin rekabetci Urlnlerle karsilastirildi. Kesilme testinin sonucu
TOKUYAMA UNIVERSAL BOND'un self etched asindirma modunda ve tota etch asindirma
modunda dig maddesine iyi yapistigini gosterdi.



Regine kompozit: CLEARFIL AP-X

[l
o

(9}
o

=y
o

=N W
o o o

Shear Bond Strength / MPa
o

TOKUYAMA All-Bond Adhese G-Premio Scotchbond
UNIVERSAL Universal Universal Bond Universal
BOND Adhesive

M self-etch M total-etch

Sekil 21 Dis minesi Uzerinde self etch asindirma ve total etch asinma tekniginde universal
yapistiricilarin kesim bag mukavemeti

Resim i¢i yazilari

Kesim Bag Mukavemeti / MPa

Self etched asinma

Total etched asinma

(o)
o

w
o

=
o

=N W
o O O

TOKUYAMA All-Bond Adhese G-Premio Scotchbond
UNIVERSAL Universal Universal Bond Universal
BOND Adhesive

Shear Bond Strength / MPa
o

M self-etch M total-etch

Sekil 22 Dentin Uzerinde self etch asindirma ve tota etch asinma tekniginde Universal
yapistiricilarin kesim bag mukavemeti

Resim i¢i yazilari

Kesim Bag Mukavemeti / MPa

Self etch aginma

Total etch asinma

Sekil 23 Nihon Universitesinde Dr. Miyazaki tarafindan Uretilen verileri
goOstermektedir. Veriler 24 saat siresince kesilme yapisma mukavemetini géstermektedir.
TOKUYAMA UNIVERSAL BOND / ESTECEM Il sistemi self etch asinma modunda
Sctochbond Universal Yapistirici / RelyX Ultimate sistemi ve dentine total etch aginma modu
ile karsilastinidi.



TOKUYAMA UNIVERSAL BOND / ESTECEM Il sistemi, regine ¢imentosuna fosfat graviru
veya fotradiostasyonu ile mikemmel yapigsmayi sergiledi.

WITH WITHOUT WITH WITHOUT
Light-cure Light-cure Light-cure Light-cure
- to Paste to Paste 20 to Paste to Paste
o 18 18
% 16 I g 16
E 14 i I T I
@12 E" 12 4
[«}] ()]
g 10 ﬁ 10
2 8 — T 8
(=} (]
@ 5 — @ 6
© o
(7] wv
2 - — 24— - —
0 - , - 0 -
Self-etch Total-etch Self-etch Total-etch Self-etch Total-etch Self-etch Total-etch
TOKUYAMA UNIVERSAL BOND / Scotchbond Universal Adhesive/
ESTECEMI Rely X Ultimate

Sekil 23 Dentin Uzerinde self etch asindirma ve total etch asinma tekniginde universal
yapistiricilarin kesim bag mukavemeti

Resim i¢i yazilari

Kesim Bag Mukavemeti / MPa

Macuna Isik Karld

Macuna Isik Kirsiz

Self etch agindirma

Total etch asindirma

5.1.2  Yapistirici Arayiiziinlin Analizi

[SEM gérantuleri (Self Etch asindirma)]

Kendiliginden agma modunda TOKUYAMA UNIVERSAL BOND'un yapigsma
arayUzlerinin Dig minesi ve dentine (FE-SEM XL30SFEG, PHILIPS) SEM go6zlemleri
uygulandi. Sekil 24, 25. Dig minesi ve dentin yapiskan arayUzleri arasinda bir oyuk goérilmedi
ve Dis minesi ve dentine iyi yapismanin yani sira dizgin ve ince yapisma tabakalar
mevcuttu. Bu sonug, TOKUYAMA UNIVERSAL BOND'un bir bilesen olan yeni 3D-SR
monomerinin ve dis maddesindeki kalsiyumun polimerize edici reaksiyon urUnleri ile
baglanacak dis macunu ylzeyine mukavemetli yapisma tabakalarinin olusumuna
dayanmaktadir.

Regine kompozit: ESTELITE FLOW QUICK



Resin Composite Resin Composite

Bonding layer Bonding layer

Enamel Bt

- ipm JEOL 2016/06/28 - 1pm JEOL 2016/07/01
10.0KV LED SEM WD 5.0mm 16:48:56 10.0KV LED SEM WD 5.lmm 14:23:22

Sekil 24 Dis minesi (x 3,000) Sekil 25 Dentin (x 3,000)

[SEM gorintileri ve mikro-Raman spektroskopi analizi (Total Etch)]

Dentin yapigkan ara yuzin SEM gézlemi ve mikro-raman spektroskopisi gozlemi
gerceklestirildi (FE-SEM XL30SFEG, PHILIPS). Sekil 26. Yapigsma tabakasi ile dentin
arasinda oyuk yoktu, ancak melez bir tabaka olarak kabul edilen 1.5-3 pm'lik bir tabaka
gbzlemlendi.

Regine kompozit: ESTELITE FLOW QUICK

Asindirma kosulu:  TOKUYAMA ETCHIN GEL HV ile 15 saniye asindirip su ile 15 saniye
durulayin, daha sonra pamuk topaklariyla kurutun.

Resin Composite

Bonding layer

Dentin

1t
10pm JEOL 2016/12/08
SEM WD 9.9mm 13:41:54

Sekil 26 Dentin (x 2,000)

Sekil ici yazisi
Recine Kompozit
Baglayici katman
Dentin



Total Etch tekniginde, fosfat asindirma ile dis dekalsifikasyonu ve baglama
maddesinin monomer bilesenleri arasindaki penetrasyon boglugu nedeniyle dayaniklihgin
bozulabilecedi endisesi bulunmaktadir.

Mikro-Raman spektroskopisi kullanilarak TOKUYAMA UNIVERSAL BOND'un fosfat
ile asindirlmis dentine penetrasyonu 6lgllmistir.  Olgiim sonucu  Sekil 27, 28de
gOsterilmektedir. Dentin Hidroksilapatit zirve noktasinin dugtugu yer, baglama ajani tepe
noktasinin algilanmaya bagladigi konumla (hat @) tutarlidir. Hidroksilapatit zirvesindeki
azalma ve monomer zirvesindeki artis geciglidir (hat @ ve ®). Bu nedenle, monomerin fosfat-

kalsiyumsuz dentin kismina nufuz ettigi tahmin edilmektedir.

1000
Resin Composite Bond
Bond Layer w3 ’
o ey e -
Dentin b @ /HAp
8001 2000 T o 160285

Ramnan 30ift o]

Sekil 27 TOKUYAMA UNIVERSAL BOND Raman spektrumu
Sekil ici yazisi
Recine Kompozit
Baglayici katman

Dentin
Bag
— Peak of Hydroxylapatite — Peak of Bond
&Dentinlayer Bondinglayer—>
450 - ® @ ©)
1400 e \//\
2 350 +
2 300
3 |20 4
c
— |200 +4
1150
100 + N A )
50
0 - — . . . . . . .
0 1 2 3 4 5 g 7 8

nm

Sekil 28 TOKUYAMA UNIVERSAL BOND Raman analizi
Sekil ici yazisi
Hidroksilapatitin piki Bagin piki
Dentin katmani Bag katmani
Yogunluk



5.2. Dogrudan ve dolayli restorasyona uygulanabilirlik
— Isikla kirlenmis, kendinden kirlenmis ve dual kirlenmis kompozit malzemelerle uyum —

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND, igikla kurlenen, kendiliginden kirlenen ve dual (gift
)kurlenmis kompozit malzemelerle tam uyumlu olacak sekilde tasarlanmistir. TOKUYAMA
UNIVERSAL BOND'un piyasada bulunan regine malzemeleriyle birlikte ¢ekme bag

mukavemetini degerlendirdik.

[Isikla kirlenen regine kompozisyonu]
Her bir sirketin 1sikla kiirlenen regine kompozit (universal, akigkan) ile birlestirildiginde

bad mukavemetini degerlendirdik. Sekil 29 ve 30daki sonug, herhangi bir regine

kompozisyonu i¢cin mikemmel bir bag mukavemeti gostermistir.

Isikla kurlenen universal kompozit / Dig Minesi, Dentin

n
o

a
w
w

w
o

N
w

Tensile Bond Strength / MP
N
o

15
10
5
0
Estelite Estelite Filtek TPH Tetric Premise  CLEARFIL  SOLARE
2Quick  POSTERIOR supreme  SPECTRA  Evoceram MAJESTY
ultra LV ES-2

M Enamel M Dentin

Sekil 29 Dis minesi ve dentine mubhtelif 1sikla kirlenen regine kompozitle TOKUYAMA

UNIVERSAL BOND’un gerilim bag mukavemeti
Resim ici yazilari

Gerilim Bag Mukavemeti / MPa

Dis Minesi

Dentin




Isikla kurlenen akici kompozit / Dig Minesi, Dentin

o

N W

w

=
o un

Tensile Bond Strength / MPa
N
o

5
0
Estelite Estelite Filtek SUERFIL Tetric CLEARFIL Mllow flow BLAUTIFIL
Flow Quick FlowQuick supreme SDRFlow  Evoflow  MAJESTY Fllow
High Flow ultraFlow LV Plus FOO

M Enamel ™ Dentin

Sekil 30 Dig minesi ve dentine muhtelif 1gikla kirlenen akici regine ile TOKUYAMA
UNIVERSAL BOND’un gerilim bag mukavemeti

Resim i¢i yazilari

Gerilim Bag Mukavemeti / MPa

Dis Minesi

Dentin

[Dual kirlenen regine kompozit (regine gekirdek malzemesi ve regine gimentosu)]

Ticari olarak temin edilebilen dual kirlenen bir recine ¢ekirdegdi veya regine ¢imentosu
kullanilarak baglanma mukavemeti, 1sik radyasyonuyla veya olmadan uygulanmistir. Sonug
Sekil 31'de gosterilmistir.

Yapisma mukavemeti, herhangi bir regine ¢ekirdegi / regine g¢imentosu igin
mukemmeldi. Ayrica, foto-radyasyona maruz kalmasa bile, foto-radyasyon ile dual-kirlenen
baglanma mukavemetine esitti. Bu nedenle, bag mukavemetleri malzemelerin kur

kosullarindan bagimsiz olarak mikemmeldi.

Kirlenme Modu:
dual kirlenme; Isikla kirleme
Kendinden kurlenme; Isiksiz kiirleme




Dual-curing composite / Dentin
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CLEARFIL Buid-it FR LuXaCora ParaCore FluoroCore2+Cp Core Paste
DCCORE ZDual
AUTOMIXONE

@ Dual-Cure m Self-Cure

Dual-curing composite / Enamel, Dentin
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Tensile Bond Strength / MPa
o

Dual-Cure Self-Cure
ESTECEM II

M Enamel M Dentin

Sekil 31 Dentine muhtelif dual kirlenen kompozit regine ile TOKUYAMA UNIVERSAL
BOND’un gerilim bag mukavemeti

Resim i¢i yazilari

Dual kirlenen kompozit / Dentin

Gerilim Bag Mukavemeti / MPa

Dual Kirleme

Kendinden Kirleme

Dual kirlenen kompozit / Dig minesi, Dentin
Gerilim Bag Mukavemeti / MPa

Dis minesi

Dentin

Sekil 32, Dr. Sano'nun Hokkaido Universitesi'nde urettigi verileri gostermektedir.
Veriler 24 saat icinde mikro ¢ekme bag mukavemetini gdstermektedir. TOKUYAMA
UNIVERSAL BOND, dentine dogru isinlama moduna sahip / olmayan Scotchbond Universal
Adhesive ile karsilastirildi.

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND, igikla kurlenen regine kompozit ile birlikte yiksek
baglanma mukavemeti gosterdi. Dahasi dis macunlarina yapisma, cift katl tip kullanildiginda
recgine ¢imentosuna foto 1Isima olmadan bile mikemmel olmustur.



Resin Composite Resin Cement Resin Cement
WITH light-cure WITH light-cure WITHOUT light-cure
to Paste to Paste to Paste
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TUB SBU TUB SBU TUB SBU

B TUB: TOKUYAMA UNIVERSAL BOND
B SBU: Scotchbond Universal Adhesive
Sekil 32 Isikla kirleme olsun/olmasin dentin Gzerindeki mikro gerilim bag mukavemeti
Resim i¢i yazilari
p-gerilim Bag Mukavemeti / MPa
Macun i¢in 1sikla kirlemeli regine kompozit
Macun i¢in 1sikla kirlemeli regine ¢gimento
Macun i¢in 1sikla kirlemesiz regine ¢imento

5.2.1 Dogrudan restorasyon

[Bag Mukavemeti]
TOKUYAMA UNIVERSAL BOND'un dentin Gzerindeki mikro cekme bag mukavemeti

Olguldl. Sonug Sekil 33'de gosterilmistir.
Mikro-cekme ydntemine gére TOKUYAMA UNIVERSAL BOND'un bag mukavemeti

iyiyidi.

* Regine kompozit: ESTELITE POSTERIOR
* Numune: Demet sekilli 1 mm kare
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K - Tensile Bond Strength / MPa
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TOKUYAMA  TOKUYAMA  Scotchbond CLEARFIL
UNIVERSAL BOND Universal SE Bond
BOND FORCE II Adhesive

Sekil 33 Dentin Gzerinde TOKUYAMA UNIVERSAL BOND ve ticari Urtinlerin p-gerilim bag
mukavemeti
Resim i¢i yazilari
p-gerilim Bag Mukavemeti / MPa
Isikla kurlenen regine kompozit kullanilarak TOKUYAMA UNIVERSAL BOND'un isikla

kdrlendikten hemen sonra dis Uzerindeki baglanma mukavemetini incelemek igin kesilme

testi gerceklestirildi. Sonu¢ Sekil 34'de gosterilmistir. Regine kompozitini kirlendikten bir
dakika sonra kesilme yapistirma testinin sonucu, bag mukavemetinin 24 saat sonra dlgtlen
ile karsilastinlabilir oldugunu goésterdi. TOKUYAMA UNIVERSAL BOND'un bir 6zelligi,
yuksek derecede aktif bir polimerizasyon katalizoru olan borat katalizoru ile hava tflemesinin
ardindan recine malzemeleriyle temas ettikten sonra kimyasal polimerizasyonun hizla
baglatilmasinin ardindan baglama tabakalarinin kirlenmesinin ilerlemesidir. Bu nedenle,
bagin foto-radyasyona maruz kalmasa bile, kurlentikten hemen sonra yiksek bir bag
mukavemeti elde edilebilir.
Regine Kompozit: ESTELITE ~ QUICK
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after 1 minute after 24 hours
M Enamel M Dentin

Sekil 34 Kurleme hemen sonrasi kesim bag mukavemeti
Resim ici yazilari

Gerilim Bag Mukavemeti / MPa

1 dakika sonra 24 saat sonra

Dis Minesi Dentin




[Oyuk Adaptasyonu]

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND'un oyuk adaptasyonu, Sekil 35'te gosterildigi gibi
Scotchbond Universal Adhesive (3M ESPE) ile karsilastiriimigtir. Oyuklu katlar ve diiz zemin
kalinligi, oyuk zeminde, késelerde ve kenarlarda gézlenmistir. Bu, TOKUYAMA UNIVERSAL
BOND'un mikemmel oyuk adaptasyonunu gdsterir.

Test metodu:
1) Soékilen sigirin ilk 6n disinin labial ylzeyi Uzerine basamaklar seklinde simile edilmis
oyuklar olusturun.

gm _4._4g1n

Resim ici yazilari
Dis Minesi
Asama Oyugu
Dentin

2) TOKUYAMA UNIVERSAL BOND uygulamak ve hava kurumali. Scotchbond Universal
Yapistiriclyr uygularken havayi kurutmadan énce 20 saniye bekleyin. 10 saniye boyunca
Isikla kurleyin.

3) Katmanlar halinde regine kompozit ile doldurun (Estelite Flow Hizh HF (EFQH) +
EstelitelQuick (ESQ) / Tokuyama Dental Corp)

4) Bir elmas frez kullanarak yapisma ylzeyine dik olarak kesin

5) Kesilmis ylzeyi elmas hamurunu kullanarak inceltin (nihai: 0,25 pm)

6) Lazer mikroskobu ile gdzlemleyin (VK9700, Keyence Corp.)



TOKUYAMA UNIVERSAL BOND (x 400)

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND (x 1,000)

Scotchbond Universal Adhesive (x 400L

Resim ici yazilari
Kose

Zemin

Kenar

Yan




Scotchbond Universal Adhesive (x 1,000)
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Sekil 35 Oyuk adaptasyonu
Resim ici yazilari
Kose
Zemin
Kenar
Yan

[Marjinal Sizinti]

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND'un marjinal sizintisi degerlendirildi. Tablo 6 Pigment
penetrasyonu gozlenmedi ve TOKUYAMA UNIVERSAL BOND, diger markalara kiyasla
marjinal sizintiya karsi mukemmel direng gosterdi.

Test ydontemleri:

1) Cikanlan sigirin ilk 6n diginin labiyal yuzeyi Uzerinde 4 mm c¢apinda x 4 mm silindir
seklindeki simile edilmis bir bogluk olusturun.

2) TOKUYAMA UNIVERSAL BOND uygulamak ve hava kurumali. Scotchbond Universal
Adhesive'l test ederken 20 saniye bekletin ve hava ile kurutun. Ardindan 10 saniye
boyunca isik uygulayin.

3) Katmanlar halinde regine kompozit (Estelite Flow Quick HF + EsteliteS Hizli, Tokuyama
Dental Corp.) doldurun

4) Numuneleri suda 37°C'de 24 saat boyunca ve daha sonra % 1 fuksin solisyonunda
37°C'de 24 saat boyunca bekletin

5) Elmas frez kullanarak yapisma ytzeyine dik dogrultuda kesme

6) Kesik yuzeyi Si-C kagidi ile inceltin (son: # 3000)

7) Pigment penetrasyonunu bir lazer mikroskobu ile izleyin (Lazer Taramali Mikroskop



VK-9700, Keyence Corp.)

Tablo 6 Marjinal Sizinti

Baglayici Madde Marjinal sizinti (n = 10)
TOKUYAMA UNIVERSALBOND | meemmmomm-
Scotch Universal Yapigtiner |~ ------ +-+-

-: pigment nlfuzu yok +: dis minesine nufuz
++: dentine nufuz +++: oyuk tabanina nifuz

5.2.2 Agiz i¢i tamirat

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND, sadece dis yapisina degil, silis esasli, zirkon esasli
ve metalik restorasyonlara da uygulanabileceginden, agiz i¢i tamir igin bir bad olarak
kullanilabilir. =~ TOKUYAMA  UNIVERSAL BOND'un c¢esitli protez  materyallere
yapistirildiklarinda bag mukavemetlerini incelemek ve mukavemetini rakip Urlnlerinkiyle
karsilagtirmak i¢in gerilme bagi testi ve kesilme testi uyguladik.

[Bag mukavemeti]

Bag mukavemeti bir cekme baglanma testi ile de@erlendirildi. Tablo 7 ve 8,
karsilastirma igin kullanilan test ve rakiplerin Universal bag drtnlerinde kullanilan materyalleri
ve On islem yontemlerini gosterirken, Sekil 36-40 test sonucunu gostermektedir.

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND, cesitli malzemelere baglandiinda stabil ve yiksek
baglangic bag mukavemeti ve dayaniklihdi gésterdi. Ozellikle, rakiplerin tniversal bag
drtnleriyle yapilan bir karsilastirma, degerli metal ve seramik baginin mikemmel
dayanikliliga sahip oldugunu gosterdi.




Regine Kompozit: ESTELITE Z QUICK
Tablo 7 Test edilen protez malzemeler ve On islem yontemi

Uretici Uriiniin ad1 Kompozisyonu On iglem
Degerli metal Tokuyama CASTMASTER12S | Au12/Pd20/Ag54 1) #1500 SiC ile
Dental /Cu12/diger2 zimparalama
2) Kumlama
(50um’|ik A|203)
Degerli olmayan Tokuyama ICROME Co57.8/Cr31.6/Mo05.6 | 1) #1500 SiC ile
metal Dental /diger5 zimparalama
2) Kumlama
(50um’|ik A|203)
Seramik (Silika Kuraray Super Porcelain #800 SiC ile
temelli seramik) Noritake AAA zimparalama
Dental
Dolayli kompozit Tokuyama PEARLESTE 1) #1500 SiC ile
Dental zimparalama
2) Kumlama
(50um’|ik A|203)
Zirkonya TOSO TZ-3Y-E Yttria stabilize 1)#120 SiC ile
Zirkonya (Yttria % 3) | zimparalama
2) Kumlama
(50um’|ik A|203)

Tablo 8 Test edilen Gniversal tip baglayici malzemeler

UrGiniin Adi Uretici Kisaltma
TOKUYAMA UNIVERSAL BOND Tokuyama Dental UB
TOKUYAMA BOND FORCE II Tokuyama Dental BF
Scotchbond Universal 3M ESPE SuU
Adhesive
Adhese Universal Ivoclar Vivadent AU
Futura Bond U Voco FU
All-Bond Universal Bisco AB
Clearfil Universal Bond Kuraray Noritake Dental CU
G-Premio Bond GC GP

Degerli metal
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uB SU FU AB Cu GP

Mafter 24 hrs M after 3,000 thermo-cycling
Sekil 36 Termo dongu 6ncesi veya sonrasi degerli metaller Uzerinde universal yapistiricilarin
gerilim bag mukavemeti
Resim ici yazilari
Gerilim Bag Mukavemeti / MPa
24 saat sonra
3,000 termo ddéngu sonrasi




Degerli olmayan metal
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Tensile Bond Strength / MPa

uB SU FU AB CuU GP

Mafter 24 hrs M after 3,000 thermo-cycling
Sekil 37 Termo déngu 6ncesi veya sonrasi dederli olmayan metaller tzerinde universal
yapistiricilarin gerilim bag mukavemeti
Resim i¢i yazilari
Gerilim Bag Mukavemeti / MPa
24 saat sonra
3,000 termo ddéngu sonrasi

Seramikler
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Tensile Bond Strength / MPa
N
o

UB SU FU AB cu GP

M after 24 hrs M after 3,000 thermo-cycling

Sekil 38 Termo dongu oOncesi veya sonrasi seramikler Uzerinde Universal yapistiricilarin
gerilim bag mukavemeti

Resim ici yazilari

Gerilim Bag Mukavemeti / MPa

24 saat sonra

3,000 termo ddéngu sonrasi

Dolayli Kompozit
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M after 24 hrs M after 3,000 thermo-cycling
Sekil 39 Termo dongu oOncesi veya sonrasi dolayli kompozit Uzerinde Universal
yapistiricilarin gerilim bag mukavemeti
Resim ici yazilari
Gerilim Bag Mukavemeti / MPa
24 saat sonra
3,000 termo doéngu sonrasi




Zirkonya
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Sekil 40 Termo dongl éncesi veya sonrasi zirkonya Uzerinde Universal yapistiricilarin gerilim

bad mukavemeti

Resim i¢i yazilari

Gerilim Bag Mukavemeti / MPa
24 saat sonra

3,000 termo doéngu sonrasi

Tablo 9 ve Sekiller 41-44, Dr. Miyazaki tarafindan Nihon Universitesi'nde uretilen
verileri gostermektedir. Veriler, 24 saatlik ve termo dongu sonrasi kesme bag mukavemetini
gostermektedir. TOKUYAMA UNIVERSAL BOND, cesitli protez materyallerine Kkarsi
rekabetgi Urlnlerle karsilastirildi. Kayma vyapistirma testinin  sonucu TOKUYAMA
UNIVERSAL BOND'un gesitli protez materyallere baglandiginda mikemmel bag mukavemeti
yaninda ilk bag mukavemeti ve dayaniklihdi oldugunu gosterdi.

Tablo 9 Test edilen protez malzemeleri

Urdiniin ad! Uretici
Lityum Disilikat IPS e-max press Ivoclar Vivadent
Zirkonya - Japan Fine Ceramics
Aliminyum - Japan Fine Ceramics
Degerli metal SuperCrystal KP5 Yamakin

Kumlama yodntemi: Silika kumlama (Cojet) / Aliminyum kumlama
Regine Kompozit: CLEARFIL AP-X

Silica Sandblasting (Cojet) Alumina Sandblasting
50
«© 45
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TOKUYAMA Scotchbond  All-Bond Adhese TOKUYAMA Scotchbond  All-Bond Adhese
UNIVERSAL Universal  Universal ~ Universal UNIVERSAL Universal Universal  Universal
BOND Adhesive BOND Adhesive
M24hrs ®MTC30,000 M24hrs MTC30,000

Sekil 41 Termo dongu Oncesi veya sonrasi Lityum disilikat (IPS e-max press) Uzerinde
universal yapistiricilarin kesim bag mukavemeti
Resim ici yazilari

Silika Kumlama (Cojet) Aliminyum Kumlama
Kesim Bag Mukavemeti / MPa Kesim Bag Mukavemeti / MPa
24 saat sonra 24 saat sonra

3,000 termo dongu sonrasi 3,000 termo doéngul sonrasi




Silica Sandblasting (Cojet) Alumina Sandblasting

TOKUYAMA Scotchbond  All-Bond Adhese TOKUYAMA Scotchbond  All-Bond Adhese
UNIVERSAL Universal Universal  Universal UNIVERSAL Universal  Universal  Universal
BOND Adhesive BOND Adhesive
M 24hrs WTC30,000 M24hrs MTC30,000

Sekil 42 Termo dongu 6ncesi veya sonrasi Zirkonya Uzerinde Universal yapigtiricilarin kesim
bad mukavemeti
Resim ici yazilari

Silika Kumlama (Cojet) Aliminyum Kumlama
Kesim Bag Mukavemeti / MPa Kesim Bag Mukavemeti / MPa
24 saat sonra 24 saat sonra
3,000 termo dongu sonrasi 3,000 termo doéngul sonrasi
Silica Sandblasting (Cojet) Alumina Sandblasting
55 55
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TOKUYAMA Scotchbond ~ All-Bond Adhese TOKUYAMA Scotchbond  All-Bond Adhese
UNIVERSAL Universal Universal Universal UNIVERSAL Universal  Universal  Universal
BOND Adhesive BOND Adhesive
24hrs MTC30,000 M 24hrs WTC30,000

Sekil 43 Termo dongu oncesi veya sonrasi Aliminyum Uzerinde universal yapistiricilarin
kesim bagd mukavemeti
Resim ici yazilari

Silika Kumlama (Cojet) Aliminyum Kumlama
Kesim Bag Mukavemeti / MPa Kesim Bag Mukavemeti / MPa
24 saat sonra 24 saat sonra
3,000 termo doéngu sonrasi 3,000 termo ddngu sonrasi
Silica Sandblasting (Cojet) “ Alumina Sandblasting
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TOKUYAMA Scotchbond  All-Bond Adhese TOKUYAMA Scotchbond  All-Bond Adhese
UNIVERSAL Universal  Universal  Universal UNIVERSAL Universal  Universal  Universal
BOND Adhesive BOND Adhesive
M 24hrs ®WTC30,000 M24hrs ®TC30,000

Sekil 44 Termo déngu dncesi veya sonrasi degerli metal Gzerinde Universal yapistiricilarin
kesim bagd mukavemeti
Resim i¢i yazilari

Silika Kumlama (Cojet) Aliminyum Kumlama
Kesim Bag Mukavemeti / MPa Kesim Bag Mukavemeti / MPa
24 saat sonra 24 saat sonra

3,000 termo dongu sonrasi 3,000 termo doéngul sonrasi



5.2.3 Indirekt restorasyon

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND, dolayli restorasyon icin kullanilabilir, ¢inku dual
kurleme veya kendinden sertlesen kompozit malzemelerle kombine edilebilir.

[Bag mukavemeti]

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND kullanan bir regineli gimento olan ESTECEM IlI'nin
disler Gzerindeki bag mukavemeti, rakiplerin regine ¢imento sistemine gdre bir ¢ekme
bagdlanma testi ile mukayese edildi. Karsilastirma igin kullanilan rekabetgi Grlinler Tablo 10'da
listelenirken, degerlendirme sonucu Sekil 45 ve 46'da gdsterilmistir. Hem baslangi¢c bag
mukavemeti hem de dayaniklilik (3.000 kez) rakip Urunlerinkine esit veya daha ylksek
olmustur.

Kirleme kosulu: Kendinden kirleme (1sik radyasyonu olmaksizin)

Tablo 10 Test edilen regine ¢gimento sistemi

Dis icin yapistirici Regine Cimentosu Uretici Kisaltma
TOKUYAMA UNIVERSAL BOND ESTECEM H Tokuyama Dental UB
ESTELINK ESTECEM Tokuyama Dental EL
Scotchbond Universal Yapistirici Rely X Ultimate 3M ESPE SU
Opti Bond XTR NX3 Kerr 0OX
All-Bond Universal Duo-Link Bisco AB
ED Primer Panavia F 2.0 Kuraray Noritake EP
Multilink Primer Multilink Automix Ivoclar Vivadent MP
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uB EL SuU OX AB EP MP

Mafter 24 hrs M after 3,000 thermo-cycling
Sekil 44 Termo doéngl dncesi veya sonrasi dis minesi Uzerinde regine gimento sistemlerinin
gerilim bag mukavemeti
Resim i¢i yazilari
Gerilim Bag Mukavemeti / MPa
24 saat sonra
3,000 termo ddéngu sonrasi
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M after 24 hrs M after 3,000 thermo-cycling

Sekil 44 Termo doéngl dncesi veya sonrasl dentin Uzerinde regine ¢imento sistemlerinin
gerilim bag mukavemeti

Resim i¢i yazilari

Gerilim Bag Mukavemeti / MPa

24 saat sonra

3,000 termo ddéngu sonrasi

5.3  Mubhtelif Indirekt Substratlara Yapisma
- silika temelli, zirkonya temelli ve metaik restorasyonlarda astar olarak kullaniimaktadir —

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND, silika bazl, zirkonya bazli ve metalik restorasyonlar
icin ayri primerler kullaniimaksizin astar olarak kullanilabilir. Bu nedenle TOKUYAMA
UNIVERSAL BOND ile sementasyon igin dis materyali ve protez tedavisi tamamlanabilir ve
baska herhangi bir bag veya astar gerekmez.

[Bag mukavemeti]

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND'un dolayh restorasyon igin cgesitli protezler Uzerindeki
cekme bagd mukavemeti degerlendirildi. Sekil 47 ve 48, Tablo 11'de listelenen ¢esitli protezler
uzerindeki bag mukavemetini gostermektedir.

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND herhangi bir materyal Uzerinde mikemmel bag
mukavemeti sergiledi. Bu sonuglar, TOKUYAMA UNIVERSAL BOND'un bir bilesenini
olusturan yapiskan monomer (MTU-6, Yeni 3D-SR monomer, y-MPTES) ve prosth

Recine Cimento: ESTECEM
Kur kosullari: Kendinden kirlenme (1s1k radyasyonu olmadan)



Tablo 11 Test edilen protez malzemeleri ve 6n isleme ydntemi

Uretici Urtintin adi (kisalt.) Kompozisyonu On islem
Degerli Tokuyama CASTMASTER12S (12S) Au12/Pd20/Ag54/C 1) #1500 SiC ile
metal Dental u12/diger2 zimparalama
GC Casting Gold M.C. TYPEW (CG4) Au70/Pd3/Ag8/Cu1 2) Kumlama (50um’lik
6/Pt2/diger1 Al203)
Casting Gold M.C. TYPEffl (CG3) Au75/Pd3Ag5/Cu
6/diger1
Casting Gold M.C. TYPED (CG2) Au76/Pd2/Ag7/Cu1
4/diger1
DENTSPLY MIRO BRIGHT (MB) Ag72/Zn13/Sn9/In6
SANKIN SUNSILVER CB (SS) Ag77/Zn10/In7/Cu5
Degerli olmayan Tokuyama ICROME (IC) Co057.8/Cr31.6/Mo 1) #1500 SiC ile
metal Dental 5.6/diger5 zimparalama
TITADENT (TI) Ti % 99.5 2) Kumlama (50um’lik
TITADENT I (T12) Ti90/Al16/V4 Al203)
Seramik Kuraray Super Porcelain AAA (SP) — 1) #800 SiC ile
(Silika temelli Noritake Dental zimparalama
seramik) Ivoclar vivadent IPS Empress (IE) —
Ivoclar vivadent IPS e.max CAD (EC) —
Dolayh SHOHU CERAMAGE (CE) — 1) #1500 SiC ile
Kompozit Kuraray ESTENIA C&B (ES) zimparalama
Noritake Dental 2) Kumlama (50um’lik
Al203)
CAD/CAM VITA Enamic (EM) — 1) #1500 SiC ile
BLOCK DENTSPLY KZR-CAD HR2 (KH) — zimparalama
SANKIN 2) Kumlama (50um’lik
Al203)
Zirkonya TOSO TZ-3Y-E (TZ) Yttria stabilized Zirconia (Yttria 1) #120 SiC ile
3%) zimparalama
3M ESPE LAVA Zirconia(LZ) — 2) Kumlama (50um’lik
Kuraray KATANA Zirconia(KZ) —_ Al203)

Noritake Dental
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Sekil 47 Metal Gizerinde TOKUYAMA UNIVERSAL BOND’un gerilim bag mukavemeti
Resim i¢i yazilari

Gerilim Bag Mukavemeti / MPa

24 saat sonra

3,000 termo ddéngu sonrasi
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M after 24 hrs M after 3,000 thermo-cycling
Sekil 48 Seramik, indirekt regine, CAD/CAM blok ve zirkonya uzerinde TOKUYAMA
UNIVERSAL BOND’un gerilim bag mukavemeti
Resim i¢i yazilari
Gerilim Bag Mukavemeti / MPa
24 saat sonra
3,000 termo doéngu sonrasi

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND'un bag mukavemeti, rakiplerin protez astarlariyla
karsilastirildi. Karsilastirma icin kullanilan protez astarlar Tablo 12 ve 13'de listelenirken,
degerlendirme sonucu Sekil 49-53'te gosteriimektedir.

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND, cgesitli malzemelere baglandiginda stabil ve yiksek
baslangi¢c bag mukavemeti ve dayaniklihdi gosterdi ve rakip Uriinlerine kiyasla mikemmeldi.



Tablo 12 Test edilen protez malzemeleri ve 6n islem ydntemi

Uretici Uriiniin ad Kompozisyonu On iglem
Degerli metal Tokuyama CASTMASTER12S | Au12/Pd20/Ag54 1) #1500 SiC ile
Dental /Cu12/diger2 zimparalama
2) Kumlama
(50um’lik Al,O3)
Degerli olmayan Tokuyama ICROME Co057.8/Cr31.6/Mo5.6 | 1) #1500 SiC ile
metal Dental /diger5 zimparalama
2) Kumlama
(50um’lik Al,O3)
Seramik (Silika Kuraray Super Porcelain #800 SiC ile
temelli seramik) Noritake AAA zimparalama
Dental
indirekt kompozit Tokuyama PEARLESTE 1) #1500 SiC ile
Dental zimparalama
2) Kumlama
(50um’lik Al,O3)
Zirkonya TOSO TZ-3Y-E Yttria stabilize 1) #120 SiC ile
Zirkonya (Yttria % 3) | zimparalama
2) Kumlama
(50um’lik Al,O3)

Tablo 13 Protez malzemeler igin test edilen astarlar

e Ivoclar Kur_aray .
Uretici Tokuyama Dental 3M ESPE . Noritake SHOFU Bisco
vivadent
Dental
. . RelyX Multilink Panavia .
Regine Cimento ESTECEME ESTECEM UItimyate Automix V5 ResiCem DUO-LINK
Degerli metal Metallink Z-Prime
Degerli olmayan Clearfil (ML) Plus
N metal TOKUYAMA TOKUYAMA Scotchbond Monobond Ceramic (ZP)
§ UNIVERSAL UNIVERSAL Universal Plus Primer Porcelain Porcelain
o Seramik BOND PRIMER Adhesive (MP) Plus Primer Primer
(UB) (UP) (SU) (CC) (PP2)
- Dolayh kompgzn (PP) Z-Prime
Zirkonya / Aluminyum AZ Plus
Primer (zP)
(AP)
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40

30

20

10

Tensile Bond Strength / MPa

uB up SuU MP CcC ML ZP

mafter 24 hrs  Mafter 3,000 thermo-cycling

Sekil 49 Degerli metal tGzerinde TOKUYAMA UNIVERSAL BOND ve astarlarin gerilim bag
mukavemeti

Resim i¢i yazilari

Gerilim Bag Mukavemeti / MPa

24 saat sonra

3,000 termo doéngu sonrasi

Degerli olmayan metal
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M after 24 hrs  m after 3,000 thermo-cycling
Sekil 50 Degerli olmayan metal Uzerinde TOKUYAMA UNIVERSAL BOND ve astarlarin
gerilim bag mukavemeti
Resim ici yazilari
Gerilim Bag Mukavemeti / MPa
24 saat sonra
3,000 termo ddéngu sonrasi

Seramikler
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Sekil 51 Seramikler Gzerinde TOKUYAMA UNIVERSAL BOND ve astarlarin gerilim bag
mukavemeti

Resim i¢i yazilari

Gerilim Bag Mukavemeti / MPa

24 saat sonra

3,000 termo doéngu sonrasi




Dolayli kompozit
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Sekil 52 indirekt kompozitler (izerinde TOKUYAMA UNIVERSAL BOND ve astarlarin gerilim
bad mukavemeti

Resim i¢i yazilari

Gerilim Bag Mukavemeti / MPa

24 saat sonra

3,000 termo ddéngu sonrasi

Zirkonya
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Sekil 52 Zirkonya Uzerinde TOKUYAMA UNIVERSAL BOND ve astarlarin gerilim bag
mukavemeti

Resim i¢i yazilari

Gerilim Bag Mukavemeti / MPa

24 saat sonra

3,000 termo ddéngu sonrasi

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND'un rakiplerin regine g¢imentolariyla uyumlulugu,
protezin on islem ajani olarak kullanildiginda deg@erlendirildi.

Sekil 54, her rakibin recine g¢imentosunu kullanarak protez Uzerindeki bag
mukavemetinin degerlendirme sonucunu gosterir. Regine ¢imentosu kimyasal olarak
iyilestirildi.

Cimentolarin herhangi biriyle birlikte g¢esitli malzemeler Uzerinde yeterli bag
mukavemeti elde edilmistir.



Astar: TOKUYAMA UNIVERSAL BOND
Recine ¢cimentonun kirleme kosulu: Kendinden kirleme (1sik radyasyonu olmaksizin)
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Sekil 53 Her bir rakibin regine ¢imentosunu kullanan protez (zerindeki gerilim bag
mukavemeti

Resim i¢i yazilari

Gerilim Bag Mukavemeti / MPa

6. Sonug

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND, direkt ve indirekt restorasyonlar ic¢in yeni bir
yapistirici sistem olup dis hekimligi uygulamalari i¢in yararl bir materyaldir.

TOKUYAMA UNIVERSAL BOND'un Ozellikleri

[Universal Kullanim]

o Self Etch, Total Etch ve Selective Etch aginma teknikleriyle uyumluluk

o Direkt ve indirekt restorasyona uygulanabilirlik

e Ayn bir aktivator kullanmadan igikla kurlenen, dual kdrlenen ve kendinden sertlegsen
kompozit malzemelerle uyumluluk

o Silika esasli, zirkon esasli ve metalik restorasyonlar icin astar olarak kullanim.

[Basit Uygulama]

o Dis ve restoratifler icin ayri ayri uygulama ihtiyaci duymazsiniz

e Bag uygulamasini beklemenize gerek yok

e Isik uygulamaya gerek yok

[Glvenilir]

o Yiksek bag mukavemeti
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